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Die Angaben slnd mit den nachstehenden AbkQrzungen In folgender Anordnung aufgefuhrt : 

0 fnt.CL © GM-Nummer 

NKI : Nebenklasse(n) 

0 AT: Anmeldetag ET: Elntragungstag @ VT:Ver6ffenUichungslag 

(30) Pr : Angaben bei Inanspruchnahme einer Prioritat : 

(32) Tag (5) Und 0 Aktenzeichen 

(23) Angaben bel Inanspruchnahme einer Aussteilungaprlorltat : 

Beglnn der Schaustellung Bezelchnung der Ausstellung 

0 Ber: Bezelchnung des Gegenstande9 

0 Anm. : Anmelder - Name und Wohnslte des Anmelders bzw. Inhabers 

0 Vtr : Vertreter - Name und Wohnsilz das Vartreters (nur bol euslandischen Inhabern) 

Modellnlnweta 
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SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Unser Zeichen 

Berlin und Miinchen 

78 6 8 5 9 k BRD 

5 Anordnung zur Verbindung eines blockformigen Kondensa- 
tors mit einer Leiterplatte 

Die Neuerung 'mo-ieht sich auf eine Anordnung zur Ver- 
bindung eines blockformigen Kondensators, dessen Anschllis- 
10 se aus zwei sich gegenuberliegenden Flachen besteht 
(Chipkondensator) mit einer Leiterplatte. 

Bei der Verlotung von sogenannten Chipkondensatoren mit 
) Leiterplatten treten haufig Lotf ehler durch RiBbildungen 

15 usw. auf. Das direkte Lcten mit Kehlnaht ist mit viel 
Sorgfalt auszufuhren, dadurch aufwendig und die Ver-. 
bindungsstelleist bei Temperaturschwankungen durch die 
verschiodenen Ausdehnungskoeffizienten riBanfallig. 

20 Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, eine zuvorlas- 
sige Lotverbindung zwischen einem Chipkondensator und 
den Leiterbahnen einer Leiterplatte herzustellen, 

Diese Aufgabe wird bei einer Anordnung der eingangs er- 
25 wahnten Art dadurch gelost, daB/lien beiden Flachen durch 

Gz 1 R±* / 14,4.1978 
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Lotting z.B, Bugellotung de ein Metallplattchen angebracht 
1st, das an der Unterseite titer die Unterflache des Kon- 
densators hinausragende, kammf ormige Zinken hat, die in 
Durchbrechungen einer Druckschaltungsplatte eingesteckt 
5 und dort mit den Leiterbahnen verlotet sind. 

Hierdurch wird auf vorteilhaft einfache Weise eine si- 
chere LStverbindung zwischen einem Chipkondensator und 
einer Leiterplatte bergestellt, da die Kammzinken die 
10 Langenanderungen Oder Temperaturschwankungen leicht auf- 
nehmen konnen. 

Vorteilhaft werden die Zinken auf der anderen Seite der 
Leiterplatte etwas hinaus verlangert und dort mit Leiter- 
15 bahnen oder Durchkontaktierung schwallgelotet. Auf diese 
Weise sind solche Kondensatoren auch fur die Schnell- 
lotverfahren wie Schwall- und Tauchlotung geeignet. 

Nachstehend wird die Neuerung anhand von zwei Figuren 
20 naher erlautert. 

Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht der 

Anordnung Chipkondensator auf Leiterplat- 
te und die 

25 

Fig. 2 zeigt einen Schnitt quer zur Leiterplat- 

te. 

Chipkondensatoren vrerden heutzutage immer haufiger in 
30 gedruckten Schaltungen verwendet. Diese Kondensatoren 
bestehen aus einem Block, der an zwei gegenuberliegenden 
Wanden Kontaktflachen fiir die Anschliisse aufweist. Diese 
Flachen sind lotbar. Der Kondensator wurde nach der bis- 
herigen Praxis direkt mit diesen Kontaktflachen und den 
35 Leiterbahnen von gedruckten Schaltungen verlotet- Das 
hatte nicht nur ein umstandliches Lotverfahren sonde rn 
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auch RiBbildungen auf Dauer und bei Temperaturschwankun- 
gen zur F olge. GemSfl Vorschlag werden auf die beiden Kon- 
taktflachen 8 des Chipkondensators 1 verzinnte Bleche 2 
aufgelotet, die nach unten hin kammformige Verlangerun- 

5 gen in Form vcn Zinken 4 haben. Die Verbindung zwischen 
. Chipkondensator - AnschluflflSche 8 und Blech 2 kann 
durcb Lot 6, insbesondere durch Bttgellotung, auf einfache 
Art erfolgen. Die Zinken werden durch Durchbrechungen der 
Leiterplatte bindurchgesteckt und dann erst mit der Lei- 

10 terplatte verlotet. Dadurch ist es mQglich, wie in der 
Fig. 2 dargestellt, autontatische Lotverfahren, angedeutet 
durch das Lot 5 mit Leiterbahnen 3, auf der Schaltungs- 
platte 7 anzuwenden, wie z.B. das Tauch- Oder Schwall- 
lotverfahren. Die Verlotung kann auch mit Leiterbahnen 

15 3 auf der Oberseite der Schaltungsplatte erfolgen, wobei 
es besonders vorteilhaft ist, wenn die entsprechenden 
Durchbrechungen von oben nach unten durchkontaktiert 
sind. Ferner ist es moglich, die Z ink en durch entspre- 
chendes Abbiegen auf andere oder nicht exakte Lochungen 

20 auf der Leiterplatte einzurichten. 

Es ist auf diese YTeise eine sichere Lotverbindung zwi- 
schen dem Chipkondensator und der Leiterplatte moglich, 
da die Kammzinkeii leicht Langenanderungen Oder Tempera- 
25 turspannungen aufnehmen konnen. Ferner konnen nachtrag- 
liche Tauchlackierungen des Kondensators vor dem Einloten, 
ohne spatere Lotschwierigkeiten durch iiberflieflenden 
Lack, vorgenommen werden. Die Zinken bilden dabei die 
Aufhangung. 

30 

2 Figuren 
2 Schutzansprttche 
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| Schutzansnm-inho 78 G 6 5 9 h BRD 

1 . Anordnung zur Verbindung eines blockf onnigen Kbndea- 
sators.dessen Anschliisse aus zvei sich gegenuberliegen- 
5 den Flachen besteht (Chipkondensator) nit einer Leiter- 
. Platte, dadurch gekennzeichnet, 
dafi/dea beiden Flachen durch Lotung z.B. Biigellotung je 
em Metallplattcnen angebracht ist, das an der Untersei- 
te Uber die Unter&Mche des Kondensators hinausragende 
10 kamnformige Zinken hat, die in Durchbrechungen einer 
( ) Druckschaltungsplatte eingesteckt und dort mit den Lei- 

terbahnen verlStet sind. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch g e - 
15kenn Z eichnet, daB die Zinken auf der ande- 
ren «eite der Leiterplatte etwas hinausragen und dort 
mxt Leiterbahnsn oder Durchkontaktierungen tauch- oder 
schwallgelotet Aind. 
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